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ABSTRAK 

 Pelapisan tembaga (copper plating) adalah proses penambahan lapisan tembaga pada 

permukaan logam lain atau non-logam. Proses ini digunakan untuk meningkatkan 

ketahanan korosi, kekuatan mekanis, dan estetika permukaan. Ada beberapa metode 

yang digunakan dalam proses copper plating, seperti elektrolisis, penyemprotan, dan 

pengecatan. Selain itu, proses ini juga dapat digunakan untuk menambah lapisan 

tembaga pada komponen elektronik, alat mekanik, dan peralatan lainnya. Copper 

plating juga dapat diaplikasikan dalam industri oil and gas, merupakan salah satu 

metode pelapisan yang sering digunakan untuk meningkatkan ketahanan dan kekuatan 

pipa, terutama pada bagian ulirnya. PT.X merupakan perusahaan yang menjual jasa 

berupa pelapisan copper plating pada ulir pipa sebagai produknya dalam penyedia jasa 

untuk industri oil and gas. Namun proses ini terjadi masalah pada pemborosan waktu 

yang menyebabkan terjadinya aktivitas yang terganggu. Maka dari itu dibutuhkan 

solusi pada masalah ini, dengan menggunakan metode root cause analysis (RCA) akan 

ditemukan akar masalah pada proses ini dan memilih solusi berdasarkan akar 

permasalahan yang ditemukan, supaya kedepannya tidak terjadi lagi pemborosan 

waktu yang terjadi.  

 Kata kunci: Copper Plating, Root Cause Analysis, Fishbone Diagram, Pelapisan Logam 
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ABSTRACT 

 Copper plating is the process of adding a layer of copper to the surface of another 

metal or non-metal. This process is used to improve corrosion resistance, mechanical 

strength, and surface aesthetics. There are several methods used in the copper plating 

process, such as electrolysis, spraying, and painting. In addition, this process can also 

be used to add a layer of copper to electronic components, mechanical devices, and 

other equipment. Copper plating can also be applied in the oil and gas industry, it is 

one of the coating methods that is often used to increase the durability and strength of 

pipes, especially on the threaded parts. PT.X is a company that sells services in the 

form of copper plating on pipe threads as its product in service providers for the oil 

and gas industry. However, this process has a problem with time wastage which causes 

disrupted activities. Therefore, a solution is needed to this problem, using the root 

cause analysis (RCA) method will find the root of the problem in this process and 

choose a solution based on the root of the problem found, so that in the future there is 

no more waste of time that occurs. 

 Keyword: Copper Plating, Root Cause Analysis, Fishbone Diagram, Metal Plating 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pelapisan logam (metal plating) adalah proses penambahan lapisan tembaga 

pada permukaan logam lain atau non-logam. Proses ini digunakan untuk 

meningkatkan ketahanan korosi, kekuatan mekanis, dan estetika permukaan. Ada 

beberapa metode yang digunakan dalam proses copper plating, seperti elektrolisis, 

penyemprotan, dan pengecatan[1], salah satu jenis dari pelapisan logam adalah 

pelapisan tembaga (copper plating)[1].  

Dengan berkembangnya teknologi, copper plating juga dapat diaplikasikan 

dalam industri oil and gas, dalam salah satu metode pelapisan yang sering 

digunakan untuk meningkatkan ketahanan dan kekuatan pipa, terutama pada bagian 

ulirnya[2]. Proses ini meliputi pengecatan permukaan ulir pipa dengan lapisan tipis 

tembaga yang memiliki sifat ketahanan yang tinggi terhadap oksidasi dan korosi, 

sehingga dapat memperpanjang umur pipa dan menjaga kinerjanya, namun pada 

prosesnya, terdapat masalah jika proses ini dilakukan dalam kondisi kelembapan 

udara yang tinggi (>60% RH)[3]. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya korosi dan 

penurunan kualitas pipa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja, maupun 

kerugian[2]. 

 Namun dengan keuntungan dari peningkatan sifat mekanis pada pipa 

maupun ulir, banyak perusahaan jasa yang menawarkan jasa untuk melapisi bagian 

ulir pipa dengan tembaga, salah satunya PT. X yang bergerak pada fabrikasi 

maupun jasa untuk kebutuhan migas seperti pipa, X mass-tree dan lain-lain. Saat 

ini PT. X telah mengembangkan produk berupa jasa copper plating pada bagian ulir 

pipa sesuai dengan standard sebagai jasa yang mereka tawarkan. Namun proses ini 

sering kali terdapat kendala berupa keterlambatan maupun holding time dari antar 

benda kerja yang terlalu lama. Hal tersebut membuat para pekerja terutama operator 

proses copper plating harus bekerja lebih lama sampai tengah malam. Oleh karena 

itu dibutuhkan solusi atas permasalahan ini dengan menganalisis semua rangkaian 

proses copper plating, serta menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

copper plating yang menyebabkan terjadinya pemborosan waktu pada proses ini, 
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seperti kelembapan udara, arus listrik, konsentrasi larutan dan waktu pelapisan [3]. 

Dengan bantuan metode fishbone diagram dan metode 5 whys, dengan harapan 

pekerja dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, dan meningkatkan aktifitas 

produksi di PT-X 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dipecahkan dalam skripsi ini antara lain:  

1. Apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas pada proses copper plating? 

2. Apa yang menyebabkan pemborosan waktu pada proses copper plating? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Menentukan root cause dari masalah pada proses copper plating  

2. Menentukan penyebab terjadinya penurunan pada proses copper plating 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari melakukan penelitian ini antara lain: 

1. Membantu meningkatkan aktivitas produksi pada PT. X 

2. Penelitian ini menjadi acuan untuk membuat SOP pada saat melakukan 

proses copper plating 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan hasil penelitian ini dibagi dalam beberapa bab yang saling 

berhubungan.  

Adapun urutan dalam penulisan laporan ini terlihat pada uraian dibawah ini:  

BAB I PENDAHULUAN   

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah penulisan, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.   

BAB II TINJAUAN PUSTAKA   

Menjelaskan mengenai studi literatur yang berkaitan dengan penelitian skripsi 

ini yang bersumber dari buku, jurnal, standar, dan sumber lainnya yang 

mendukung hasil penelitian.  
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BAB III METODOLOGI  

Metodologi menjelaskan mengenai diagram alir, penjelasan langkah kerja, dan 

metode dalam memecahkan masalah.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Menguraikan hasil analisa dan pembahasan mengenai hasil penelitian 

mengenai masalah yang terjadi pada proses copper plating.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta 

saran yang dapat dilakukan oleh peneliti selanjutnya 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penelitian.  

5.1 Kesimpulan 

 Berikut merupakan kesimpulan dari penelitian ini: 

Kesimpulan dari skripsi di atas dapat dirangkum dalam poin-poin berikut: 

1.  Proses pelapisan tembaga (copper plating) pada PT.X terdapat masalah 

pada kelembapan udara, arus listrik yang tidak stabil, dan juga operator yang 

tidak terlatih sehingga terjadi lost time pada proses tersebut. 

2.  Setelah dilakukan penelitian menggunakan metode RCA, didapatkan 

beberapa akar masalah pada terjadinya pemborosan waktu pada proses 

copper plating, antara lain: 

1. Kelembapan udara yang tinggi: hal ini bisa menjadi masalah karena 

kelembapan yang tinggi dapat menyebabkan karat pada hasil akhir 

pada proses copper plating 

2. Arus listrik yang tidak stabil: hal ini dapat menyebabkan ketidak 

sempurnaan permukaan pada hasail akhir copper plating 

3. Operator yang tidak terlatih: tidak terlatihnya operator dapat 

menyebabkan terhambatnya proses copper plating dikarenakan 

kurang mahir dalam melakukan proses tersebut. 

5.2 Saran 

 Berikut merupakan saran dan masukan yang dapat diberikan dari penelitian ini: 

1. Menerapkan pembenahan terhadap sistem kerja dalam project dengan 

 menggunakan breakdown schedule, mengadakan pelatihan-pelatihan 

 seputar proses copper plating serta memperbarui SOP fabrikasi. 
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2. Melakukan proses copper plating pada ruangan yang temperatur maupun 

 kelembapan yang optimal, dengan layout yang sesuai dengan tata letak 

 pabrik yang optimal 
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